
 
  

“半导体之父”张忠谋深度解读：国产半导体设备能否挑起大梁？

“半导体之父”张忠谋，这位台积电的传奇创始人，其一言一行都牵动着全球半导体产业的神经。当
目光聚焦于中国大陆的半导体产业发展，特别是国产半导体设备面临的挑战与机遇时，很多人都在期
待这位行业泰斗的真知灼见。国产半导体设备，近年来在政策和资本的双重驱动下，取得了显著进步
，但在高端技术、核心材料、以及稳定可靠性方面，与国际顶尖水平仍有差距。那么，张忠谋先生对
国产设备的发展前景，会有怎样的看法？他是否认为国产设备能够真正挑起中国半导体产业独立自主
的大梁？

国产设备在关键制程上的突围之路

回顾半导体设备的发展历程，从刻蚀、薄膜沉积到光刻，每一个环节都凝聚着深厚的技术积累。中国
大陆的国产设备，正是在这些关键领域奋力追赶。例如，在成熟制程的刻蚀设备方面，已经涌现出几
家具有一定市场份额的企业，并在部分应用场景下实现了国产替代。薄膜沉积设备，也开始在部分非
关键工艺上崭露头角。然而，在最尖端、最复杂的制程，尤其是10nm及以下逻辑芯片制造所需的高端
光刻机、极紫外（EUV）光刻等领域，国产设备的突破仍显艰难。张忠谋先生曾多次强调技术壁垒的
复杂性，以及研发投入的长期性和艰巨性，这恰恰是中国国产设备在高端领域面临的现实困境。要实
现真正的“挑起大梁”，不仅需要技术的“量变”，更需要“质变”的飞跃，这离不开持续不断的研
发投入和对基础科学的深刻理解。

核心技术与供应链的国产化挑战

半导体设备并非孤立存在，它与半导体材料、零部件、软件以及先进工艺紧密相连，构成一个庞大而
精密的产业链。国产设备的发展，很大程度上受制于上游核心零部件的供应。例如，一些关键的真空
泵、激光器、以及精密运动控制系统等，仍高度依赖进口。这种“卡脖子”现象，使得国产设备在性
能稳定性、可靠性以及成本控制上，都面临不小的压力。张忠谋先生对产业链完整性的重视，体现在
他主张的“垂直整合”模式，以及对供应商体系的严格把控。对于国产设备而言，要实现真正的独立
自主，就必须在核心零部件和关键材料的国产化上取得突破，构建起一条相对完整的、有韧性的本土
供应链。这不仅是技术问题，更是国家战略层面的问题。

国际合作与自主创新的平衡之道

在当前全球化背景下，任何一个国家或地区的半导体产业，都难以完全脱离国际合作。对于中国大陆
的国产半导体设备而言，如何在引进、消化、吸收国际先进技术的同时，走上自主创新之路，是至关
重要的一环。张忠谋先生在台积电的发展过程中，就充分展现了与全球顶尖技术伙伴合作的能力，例
如与ASML在光刻技术上的长期合作。国产设备若想快速发展，是否应该借鉴这种模式，在某些领域与
国际巨头进行更深层次的技术合作，或者通过并购等方式获取关键技术？同时，又要避免过度依赖，
失去自主创新的动力。这种平衡之道，考验着中国半导体产业的智慧。他对于“开放创新”的理解，
或许能为国产设备的发展提供启示：如何在开放中保持独立，如何在合作中增强自主。

张忠谋的“国产设备”观察：务实与长远

虽然没有直接的“张忠谋谈国产设备”的某个具体论述，但根据他过往的言论和对半导体产业的深刻
洞察，可以推断他对国产设备的发展会有几点核心看法。首先，他会高度肯定中国大陆在半导体设备
领域投入的决心和努力，并认为这是国家发展战略的必然选择。其次，他会强调技术研发的艰巨性和
长期性，不会抱有过度的乐观，而是会提醒需要有持续的、巨大的投入，以及对失败的容忍度。再者
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，他会关注国产设备能否真正解决客户（即芯片制造企业）的痛点，提供具有竞争力的解决方案，而
不仅仅是停留在概念层面。最后，他会强调人才的重要性，以及培养和留住顶尖半导体设备研发人才
的紧迫性。张忠谋先生的评价，往往是极其务实且着眼于长远的，他的观点会是基于对产业规律的深
刻理解，而非一时的情绪或政治口号。

国产半导体设备的发展，是一场马拉松，而非短跑冲刺。它需要技术上的突破、产业链的完善、人才
的培养，以及国际合作与自主创新的智慧平衡。张忠谋先生的视角，无疑为我们理解这场挑战提供了
重要的参考维度，让我们更加清晰地认识到“挑起大梁”的真正含义，以及前进道路上的机遇与挑战
。
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